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先行研究より、電解重合により二電極間に架橋させたPEDOT:PSSワイヤは、陽極-
陰極間でワイヤ径を非対称化する追重合を施すことにより、PSS溶液中で可塑的な
コンダクタンス変化を発現することが示されている。そのため、PEDOT:PSSワイ
ヤはシナプス素子としての応用が期待されるが、どのような溶液環境で動作するか
については不明である。本実験では、PEDOT:PSSワイヤの可塑的コンダクタンス
変化が他の電解質溶液中においても発現するかについて調査した。

実験
Experimental

EDOT+PSS混合溶液中のAuマイクロ電極ギャップに矩形波交流電圧を印加
し、PEDOT:PSSワイヤを架橋させた。作製したワイヤへ±2.5V, 10msの直流パル
スを20回印加し陽極付近のワイヤに追重合を施した。その後、EDOT+PSS混合溶
液を各種電解質溶液に置換し、±1.0V、10msの直流パルス印加によるコンダクタ
ンス変化挙動を観察した。

結果と考察
Results and Discussion

図は各種電解質溶液中におけるPEDOT:PSSワイヤのコンダクタンス変化の様子で
ある。印加した直流電圧パルスの極性によりコンダクタンスが可塑的に増減する挙
動が、全ての電解質溶液中で確認された。とりわけ、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)
中での動作が確認されたことから、PEDOT:PSSワイヤの生体内で動作可能なシナ
プス素子としての臨床応用の可能性が示された。
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各種電解質溶液中におけるPEDOT:PSSワイヤの可塑的コンダクタンス変化挙動
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